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Rapidus und Fraunhofer IZM kooperieren im Bereich
High-End Performance Packaging

Das japanische Unternehmen Rapidus Corp., Hersteller von High-End-
Mikroelektronik, und das Fraunhofer 1ZM, ein weltweit fiihrendes Forschungs-
institut im Bereich der Mikroelektronik, arbeiten gemeinsam an neuen
Packaging-Lésungen fiir Hochleistungs-Computing-Module

mit 2nm TransistorknotengréBe.

Rapidus baut auf der Insel Hokkaido eine Halbleiterfabrik zur Fertigung von Mikrochips in
2nm Technologie und den dazugehérigen High-End Packages. METI, Japans Ministerium
flr Wirtschaft, Handel und Industrie, fordert 2024 die Forschung und Entwicklung von
Integrationstechnologie fur 2nm Halbleiter bei Rapidus.

Das Fraunhofer [ZM freut sich sehr Uber die Kooperation zu einem der wichtigsten The-
men der nahen Zukunft - die Realisierung von Modulen fir z.B. 5G-Kommunikation, au-
tonomes Fahren oder High Performance Computing.

Dr. Michael Schiffer, Projektleiter am Fraunhofer IZM, sagt: "Im Marz hatten wir ein sehr
anregendes Treffen mit dem Prasidenten von Rapidus, Dr. Atsuyoshi Koike. Er betonte,
wie wichtig es sei, nicht nur die beste 2nm Chiptechnologie zu entwickeln, sondern auch
High-End Packaginglésungen, um Technologiefihrer zu werden. Ich freue mich sehr auf
eine fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten!"
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Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit fihrende Organisation fir anwendungsori-
entierte Forschung. Mit ihrer Fokussierung auf zukunftsrelevante Schliisseltechnologien sowie auf die Verwertung
der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt sie eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und

Impulsgeber fur innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Exzellenz wirkt sie mit an der Gestaltung unserer
Gesellschaft und unserer Zukunft. Die 1949 gegriindete Organisation betreibt in Deutschland derzeit 76 Institute

und Forschungseinrichtungen. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, (iberwiegend mit natur- oder inge-
nieurwissenschaftlicher Ausbildung, erarbeiten das jahrliche Forschungsvolumen von 3 Milliarden Euro. Davon fal-
len 2,6 Milliarden Euro auf den Leistungsbereich Vertragsforschung.

Hoch integrierte Mikroelektronik ist allgegenwartig und bleibt doch firs bloBe Auge meist unsichtbar. Seit Giber
30 Jahren unterstitzten wir an den Standorten Berlin, Dresden und Cottbus Startups sowie mittelstandische und
internationale GroBunternehmen mit Technologietransfer fur intelligente Elektroniksysteme der Zukunft. Das
Fraunhofer IZM deckt mit vier zentralen Technologie-Clustern eine groBe Bandbreite aus den Bereichen Quan-
tentechnologie, Medizin-, Kommunikations- und Hochfrequenztechnik ab. Mit unserer weltweit flihrenden Exper-
tise bieten wir unseren Kund*innen kostengiinstige Entwicklung und Zuverlassigkeitsbewertung von Electronic
Packaging Technologien sowie maBgeschneiderte Systemintegration auf Wafer-, Chip- und Boardebene.
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